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Beteiligte Hochschulen & Forschungseinrichtngen  

 
 
Universität Freiburg, IMTEK  
Prof. Dr. Holger Reinecke,  
LS: Prozesstechnologie 
Georges-Köhler-Allee 103 
79110 Freiburg 
+49 761 2037350 
reinecke@imtek.de 
http://www.imtek.de/prozesst 

Schwerpunkte / Kernkompetenzen  
·   Elektrochemische Mikrobearbeitung 
·   Mikro-Spritzguss 
·   Ultrapräzises Mikrofräsen 
·   Galvanik 
·   Heißprägen 
·  Funkenerosive Mikrobearbeitung 
 

 
 

 

Universität Freiburg, IMTEK  
Prof. Dr. Roland Zengerle,  
LS: Anwendungsentwicklung 
Georges-Köhler-Allee 106 
79110 Freiburg 
+49 761 2037476 
zengerle@imtek.uni-freiburg.de 
http://www.imtek.de/anwendungen 

Schwerpunkte / Kernkompetenzen  
·  Mikrofluidik 
·  Lab-on-a-Chip 
·  Werkzeuge für die Zellforschung 
·  nL & pL Dosiersysteme 
·  Biobrennstoffzellen 

 

 
 

 

Universität Freiburg, IMTEK  
Prof. Dr. Jürgen Rühe,  
LS: Grenzflächen 
Georges-Köhler-Allee 103 
79110 Freiburg 
+49 761 2037160 
ruehe@imtek.de 
http://www.imtek.de/cpi 

Schwerpunkte / Kernkompetenzen  
·   
·    
·    
·    
·     

 

 
 

 

Universität Freiburg, IMTEK  
Prof. Dr. Jürgen Wilde,  
LS: AVT 
Georges-Köhler-Allee 103 
79110 Freiburg 
+49 761 2037291 
wilde@imtek.uni-freiburg.de 
http://www.imtek.de/avt 

Schwerpunkte / Kernkompetenzen  
·   
·    
·    
·     
·   

 

 
 

 

Universität Freiburg, IMTEK  
Prof. Dr. Oliver Paul,  
LS: Materialien 
Georges-Köhler-Allee 103 
79110 Freiburg 
+49 761 2037455 
paul@imtek.de 
http://www.imtek.de/material 

Schwerpunkte / Kernkompetenzen  
·  Silizium-Technologie für die 

Mikrosystemtechnik 
·  CMOS-integrierte Mikrosensoren und –

systeme 
·  Sensoreffekte in Halbleitermaterialien 
·  Physikalische (mechanische, 

magnetische, thermische) Mikrosensorik 
·  Charakterisierung mechanischer 

Eigenschaften von Dünnschichten und 
von Halbleitermaterialien 

·  Technologien für neuronale Sonden 
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Universität Stuttgart, IFSW  
Prof. Dr. habil. Thomas Graf,  
Pfaffenwaldring 43 
70569 Stuttgart 
+49 711 685 66841 
thomas.graf@ifsw.uni-stuttgart.de 
http://www.ifsw.uni-stuttgart.de/de_index.html 

Schwerpunkte / Kernkompetenzen  
·  Laserentwicklung (Scheiben-, 

Faserlaser) 
·  Strahlführung, Strahlformung 
·  Faseroptik (Hochleistungsanwendungen) 
·  Verfahrensentwicklung (laserbasierte 

Mikro- und Makromaterialbearbeitung) 
·  Grundlagen und Simulation der Laser-

Material-Wechelwirkung 
 

 
 

 

Universität Stuttgart, INES  
Prof. Dr. Joachim Burghartz,  
Allmandring 30 A 
70569 Stuttgart 
+49 711 685 60380 
burghartz@ims-chips.de 
http://www.uni-stuttgart.de/ 

Schwerpunkte / Kernkompetenzen  
·  Entwurf von Mikro/Nanosystemen 
·  CMOS Schaltungs- und Systementwurf  
·  Prozess-  und Device-Simulation  
·  Schaltungssimulation  
·  Simulation von MEMS 

 
 
 

 

Universität Karlsruhe, wbk  
Prof. Dr. Ing. Volker Schulze 
Kaiserstraße 12 
76128 Karlsruhe 
+49 (0) 721/608-2440 
schulze@wbk.uka.de 
http://www.wbk-ka.de�

Schwerpunkte / Kernkompetenzen  
·  Trennende Verfahren mit geometrisch 

bestimmter Schneide in Stahl und 
anderen Metallen (Fräsen/Drehen) 

·   Abtragende Verfahren in elektrisch 
leitenden und nichtleitenden Werkstoffen 
(Laser/Erodieren) 

·   Handhabung und Montage von 
Bauteilen und Systemen 

·   Prozesskette Mikro-Pulverspritzgießen 
·  Opto-taktile Mikro-Koordinaten-

Messtechnik und Messstrategien 
 

 
 
 

 

Universität Stuttgart, IZFM  
Prof. Dr. Heinz Kück,  
Allmandring 9b 
70569 Stuttgart-Vaihingen 
+49 711 685 83712 
kueck@izfm.uni-stuttgart.de 
http://www.hsg-imat.de 

Schwerpunkte / Kernkompetenzen  
·  Mikro- und Präzisionsbauteile aus 

Kunststoffen und Metallen 
·  Kunststoffbasierte Gehäuse-, Aufbau- 

und Verbindungstechniken für Mikro-
systeme und mechatronische 
Baugruppen  

·  Kunststoffbasierte Sensor- und 
Aktuatorsysteme  

 
 

 

Universität Stuttgart, IFF  
Prof. Dr. Hermann Sandmaier,  
Nobelstr. 12 
70569 Stuttgart 
+49 711 9701984 
hms@iff.uni-stuttgart.de 
http://www.iff.uni-stuttgart.de 

Schwerpunkte / Kernkompetenzen  
·  Fluidische Montage 
·  Mikrosensoren 
·  Lab on a Chip / Biologische 

Brennstoffzelle 
·  Mikro- und Nanotechnologie 
·  Simulation (Fluidik, Strukturmechanik) 
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Universität Stuttgart, ITO  
Prof. Dr. Wolfgang Osten,  
Pfaffenwaldring 9 
70569 Stuttgart 
+49 711 685 66074 
osten@ito.uni-stuttgart.de 
http://www.uni-stuttgart.de/ito/index.php 

Schwerpunkte / Kernkompetenzen  
·  Herstellung Mikrooptik, diffraktive Optik 
·  Optik-Simulation 
·  Optik-Design mikrooptischer Systeme 
·  Miniaturisierung von 

Systemkomponenten 
·  Messtechnik, insbesondere optische 
·  Form- und Verformungsmessung 
·  ortsaufgelöste Bestimmung von 

Materialparametern 
·  zerstörungsfreie Werkstoffprüfung 

(Defectoscopy, ...) 
 

 
 

 

Universität Stuttgart, IKFF  
Prof. Dr.-Ing.Schinköthe,  
Pfaffenwaldring 9 
70569 Stuttgart 
+49 711 685 66402 
schinkoethe@ikff.uni-stuttgart.de 
http://www.uni-stuttgart.de/ikff/ 

Schwerpunkte / Kernkompetenzen  
·  Aktorik 
·  Lineardirektantriebe 
·  Präzisionsspritzgießen 
·  Variotherme Temperierung mit 

Induktionserwärmung beim Spritzgießen 
·  Zuverlässigkeit in der Antriebstechnik 

 
 
 

 

Hochschule Esslingen  
Prof. Dr. Tilo Strobelt,  
Robert-Bosch-Str.1 
73037 Göppingen 
+49 7161 6791131 
tilo.strobelt@hs-esslingen.de 
http://www.hs-esslingen.de 

Schwerpunkte / Kernkompetenzen  
·  MST-Ausbildung 
·  AVT für Elektronik und Sensoren 
·  Mikrobearbeitung 
·  Heißprägen 

 

 
 

 

Hochschule Furtwangen  
Prof. Dr. Ulrich Mescheder,  
Robert-Gerwig-Platz 1 
78120 Furtwangen 
+49 7723 9202232 
mes@hs-furtwangen.de 
http://www.hs-furtwangen.de 

Schwerpunkte / Kernkompetenzen  
·   
·    
·    
·    
·   
 

 
 
 

 

Hochschule Heilbronn  
Prof. Dr. Wolfgang Wehl,  
Max-Planck-Str. 39 
74081 Heilbronn 
+49 7131 504-525 
wehl@hs-heilbronn.de 
http://www.mm.hs-heilbronn.de 

Schwerpunkte / Kernkompetenzen  
·  3D-Ultrapräzisionsfräsen 
·  Mikrodosierung 
·  Mikrospritzgießverfahren 
·  Tintendrucktechnologie 
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Forschungszentrum Karlsruhe  
Prof. Dr. Volker Saile,  
Herrmann-von-Helmholtz-Platz 1 
76344 Eggenstein-Leopoldshafen 
+49 7247 822740 
volker.saile@imt.fzk.de 
http://www.imt.uni-karlsruhe.de/ 

Schwerpunkte / Kernkompetenzen  
·   
·    
·    
·    
·   
 

 
 
 

 

HSG-IMIT Villingen-Schwenningen  
Prof. Dr. Roland Zengerle 
Wilhelm-Schickard-Str. 10 
78052 Villingen-Schwenningen 
+49 7721 943232 
roland.zengerle@hsg-imit.de 
http://www.hsg-imit.de 

Schwerpunkte / Kernkompetenzen  
·  Mikrofluidik 
·  Thermische Sensoren  
·  Medikamentendosierung  
·  Mikrodosiersysteme  
·  Mikromedizin   
·  Lab-on-a-Chip 
 

 
 
 

 

HSG-IMAT Stuttgart  
Prof. Dr. Kück,  
Allmandring 9b 
70569 Stuttgart-Vaihingen 
+49 711 68583712 
kueck@hsg-imat.de 
http://www.hsg-imat.de 

Schwerpunkte / Kernkompetenzen  
·  Mikro- und Präzisionsbauteile aus 

Kunststoffen und Metallen 
·  Kunststoffbasierte Gehäuse-, Aufbau- 

und Verbindungstechniken für Mikro-
systeme und mechatronische 
Baugruppen  

·  Kunststoffbasierte Sensor- und 
Aktuatorsysteme  

 
 

 

NMI Reutlingen  
Dr. Alfred Stett,  
Markwiesenstr. 55 
72770 Reutlingen 
+49 7121 515300 
stett@nmi.de 
http://www.nmi.de 

Schwerpunkte / Kernkompetenzen  
·  Mikrosysteme und Nanotechniken für 

Life Science Anwendungen 
·  Schnittstelle Werkstoffe / Biologie 
·  Mikromedizin:  

Aktive Implantate, Lab-on-a-Chip   
·  Mikrostruktur- und Dünnschichttechnik  
·  BioMEMS  
·  Mikrofluidik  
·  (Bio-)Sensorik   
·  Mikro- und Nanoanalytik einschließlich 

Verfahrensentwicklung 
 

 
 

 

IMS-CHIPS 
Prof. Dr. Burghartz,  
Allmandring 30a 
70569 Stuttgart 
+49 711 218550 
burghartz@ims-chips.de 
http://www.ims-chips.de 

Schwerpunkte / Kernkompetenzen  
·  CMOS-Schaltungsentwurf 
·  Mixed Signal ASIC Produktion 
·  Siliziumprozesse 
·  Lithografie  
·  Bildsensoren 
·  Aufbautechnik für Si-Bausteine 
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FhG-IPA Stuttgart  
Dr.-Ing. Wolfgang Schäfer,  
Nobelstr. 12 
70569 Stuttgart 
+49 711 9701391 
wolfgang.schaefer@ipa.fhg.de 
http://www.ipa.fhg.de 

Schwerpunkte / Kernkompetenzen  
·  Mikroproduktion 
·  Reinheitstechnik / Reinigungstechnik 
·  Mikromontage 
·  Mikrodispensen 
·  Mikrofluid-Systeme 
 

 
 
 

 

FhG-IAF Freiburg  
Prof. Dr. Oliver Ambacher 
Tullastraße 72 
79108 Freiburg 
+49 761 5159 410 
oliver.ambacher@iaf.fraunhofer.de 
http://www.iaf.fraunhofer.de 

Schwerpunkte / Kernkompetenzen  
·  Millimeterwellen-Schaltungen  
·  Hochfrequenz-Leistungselektronik 
·  Infrarot-Detektoren 
·  Halbleiterlaser und Leuchtdioden 
·  Mikro- und Nanosensoren 
 

 
 
 

 

Fraunhofer IPM Freiburg  
Dr. Annette Braun,  
Heidenhofstraße 8 
79110 Freiburg 
+49 761 8857129 
annette.braun@ipm.fraunhofer.de 
http://www.ipm.fraunhofer.de 

Schwerpunkte / Kernkompetenzen  
·  Laserbelichtungstechnik 
·  Laser-Entferungsmesstechnik 
·  Holographie 
·  µ-Identifikationssysteme 
·  Thermoelektrik 
·  RF+Sensorik 
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Hauptkategorie: 2. Fertigungsprozesse und Technologien

AbformungSubkategorie

chemische Mikro-und Nanostrukturierung I

Direkt LIGA B BB I BBB B

dreidimensionales elektrochemisches Ätzen B I B BBI I

Gießen B BPB B B P BB B

Heiß/UV-Prägen B BI B B BB I BB B

Metall Ur- und Umformung B B B B BB B

Mikro-Formen-und Werkzeugbau P B B BI

Nanoimprinting BP BB B BBB B

Pulverspritzguss IB BB I BB B

Reel to Reel Prägen BB P B BB B

Selbstorganisation (Self Assembly) BI IB B BPB B

Siebdruck BI B BB B BB BB B

Sonderverfahren (Multi-k, Insert-Outsert...) BP B P BB P

Spritzgießen BI I B B PB I BB I

Spritzprägen BP B P B BB B

BeschichtungSubkategorie

Chemical vapour deposition (CVD) BB B BP B P BB B BB I PI B P

Galvanik (Bumping, Schichtverstärkung) BP P B B BB B IB PB I

Physical vapour deposition (PVD) BB BP B P BB I BI I II B B

Spin coating/Laminieren B BPP B B PBB P BI PI B
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Hauptkategorie: 2. Fertigungsprozesse und Technologien

Elektrisch/ChemischSubkategorie

Ätzen BP BP IB BB P P II B B

Elektrochemisches Polieren BB B P BB B BBB B

Galvanik (Galvanoformung) BP B BB I IBB B

Mikro-ECM II I B B BB I

Mikro-EDM IP B B I BB P

ElektronikfertigungSubkategorie

CMOS Technologie/ Fertigung I

Elektr. Systemauslegung Interface B I

Schaltungsentwurf analog/digital B I

Zusatzprozesse, u.a. Hochspannung I

LithografieSubkategorie

E-beam lithography B B BB I BB IB B I

Ion beam lithography B BB I BBB B P

Laser lithography B BPB I BBB B P

Nanoimprint lithography (NIL) BP BB B BBB B I

Photo / UV lithography BPI P B PB BB I BI I II B I

X-ray lithography B B BB I BBB B

MechanischSubkategorie

Abrasive Wasserstrahlbearbeitung B B B B PB

Mikro/Präzision-Diamantbearbeitung II B B I BB P B

Dienstag, 11. März 2008 SEITE 9 VON 20
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Hauptkategorie: 2. Fertigungsprozesse und Technologien
Mikro/Präzision-Drehen IB I B BBP I BBB I

Mikro/Präzision-Fräsen IB I B B BBP I BBB I

Mikro/Präzisions-Bohren PB I B BBP I BPB B

Mikro/Präzisionshobeln/Fly Cutten B BI

Mikro-Läppen B B B BB P B IB B

Mikro-Polieren B B B P BB P BB IB B

Mikro-Schleifen B B I BBB P BB IB B B

Ultraschallbearbeitung B B BB B PBB B

Rapid Prototyping / Rapid Manufacturing (layer-based manufacture)Subkategorie

3D Lithography/Stereolithography B B BB B PB B

3D Printing BB B BB B PB B

Layer based Manufacturing I

Rapid Manufacturing P P B BB B PI

Selective laser sintering B B BB B PB B

StrahlenbasiertSubkategorie

Co2 Cleaning I

E-beam B B B B BB I BB IB B I

Focused Ion Beam B B B BB I BIB B P

Laser Cleaning B B B B B B IP B

Laserablation I I P B B BB I BBI P

Laserhärten B B B B B B BB B

Dienstag, 11. März 2008 SEITE 10 VON 20

I : Erfolgreiche industrielle UmsetzungP : Funktionsmuster und/oder industrielle Prototypen liegen vorB : Basiswissen - insbesondere in der Lehre



�,�0�7�(�. �����$�Q�Z�H�Q�G�X�Q�J�H�Q

�8�Q�L���. �D�U�O�V�U�X�K�H�����Z�E�N

�,�0�7�(�. �����3�U�R�]�H�V�V�W�H�F�K�Q��

�8�Q�L���6�W�X�W�W�J�D�U�W�����,�)�6�:

�8�Q�L���6�W�X�W�W�J�D�U�W�����,�1�(�6

�,�0�7�(�. �����* �U�H�Q�]�I�O�¦�F�K�H�Q

�,�0�7�(�. �����$�9�7

�8�Q�L���6�W�X�W�W�J�D�U�W�����,�=�)�0

�,�0�7�(�. �����0�D�W�H�U�L�D�O�L�H�Q

�+�6���(�V�V�O�L�Q�J�H�Q

�+�6���)�X�U�W�Z�D�Q�J�H�Q

�8�Q�L���6�W�X�W�W�J�D�U�W�����,�7�2

�+�6���+�H�L�O�E�U�R�Q�Q

�8�Q�L���6�W�X�W�W�J�D�U�W�����,�. �)�)

�8�Q�L���6�W�X�W�W�J�D�U�W�����,�)�)

K
om

pe
te

nz
en

�)�=���. �D�U�O�V�U�X�K�H

�)�K�* ���,�3�$���6�W�X�W�W�J�D�U�W

�1�0�,���5�H�X�W�O�L�Q�J�H�Q

�)�K�* ���,�$�)���)�U�H�L�E�X�U�J

�)�K�* ���,�3�0���)�U�H�L�E�X�U�J

�+�6�* ���,�0�,�7���9�6

�+�6�* ���,�0�$�7���6�W�X�W�W�J�D�U�W

�,�0�6���&�+�,�3�6

H
au

pt
ka

te
go

rie
:

2.
 F

er
tig

un
gs

pr
oz

es
se

 u
nd

 T
ec

hn
ol

og
ie

n
P

la
sm

ab
ea

rb
ei

tu
n

g
B

P
I

B
P

B
P

B
B

B
I

I
P

P
I

I
B

B

P
ro

je
ct

io
n 

M
as

kl
es

s 
N

an
o 

P
at

te
rn

in
g 

B
B

I
B

B
B

B
B

B
B

U
V

-S
tr

uk
tu

rie
ru

n
g 

I

D
ie

ns
ta

g,
 1

1.
 M

är
z 

20
08

S
E

IT
E

 1
1 

V
O

N
 2

0

I :
 E

rf
ol

gr
ei

ch
e 

in
du

st
rie

lle
 U

m
se

tz
un

g
P

 : 
F

un
kt

io
ns

m
us

te
r 

un
d/

od
er

 in
du

st
rie

lle
 P

ro
to

ty
pe

n 
lie

ge
n 

vo
r

B
 : 

B
as

is
w

is
se

n 
- 

in
sb

es
on

de
re

 in
 d

er
 L

eh
re



�,�0�7�(�.�����$�Q�Z�H�Q�G�X�Q�J�H�Q

�8�Q�L���.�D�U�O�V�U�X�K�H�����Z�E�N

�,�0�7�(�.�����3�U�R�]�H�V�V�W�H�F�K�Q��

�8�Q�L���6�W�X�W�W�J�D�U�W�����,�)�6�:

�8�Q�L���6�W�X�W�W�J�D�U�W�����,�1�(�6

�,�0�7�(�.�����*�U�H�Q�]�I�O�¦�F�K�H�Q

�,�0�7�(�.�����$�9�7

�8�Q�L���6�W�X�W�W�J�D�U�W�����,�=�)�0

�,�0�7�(�.�����0�D�W�H�U�L�D�O�L�H�Q

�+�6���(�V�V�O�L�Q�J�H�Q

�+�6���)�X�U�W�Z�D�Q�J�H�Q

�8�Q�L���6�W�X�W�W�J�D�U�W�����,�7�2

�+�6���+�H�L�O�E�U�R�Q�Q

�8�Q�L���6�W�X�W�W�J�D�U�W�����,�.�)�)

�8�Q�L���6�W�X�W�W�J�D�U�W�����,�)�)

Kompetenzen

�)�=���.�D�U�O�V�U�X�K�H

�)�K�*���,�3�$���6�W�X�W�W�J�D�U�W

�1�0
�,���5�H�X�W�O�L�Q�J�H�Q

�)�K�*���,�$�)���)�U�H�L�E�X�U�J

�)�K�*���,�3�0
���)�U�H�L�E�X�U�J

�+�6�*���,�0
�,�7���9�6

�+�6�*���,�0
�$�7���6�W�X�W�W�J�D�U�W

�,�0�6���&�+�,�3�6

Hauptkategorie: 3. Aufbau- und Verbindungstechnik

ASICS BP B P B B B PI

Bonden/Kontaktierung BP PB B P BB I BB P IP I P

Gehäusetechnik (Packaging) B P B P BB I BB BI P

Hybride Integration mit Elektronik B B I BB I BB B PI

Kleben inkl. Diffusions/Lösemittelkleben P IBP P B B BB I IP PI I

Laminieren/Thermisches Bonden B BP BB BB I BBI B B

Laserschweißen/Laserlöten P I PB I BBI B

MID (Molded Interconnected Devices) B P B B BB B BBB I

Mikrocontroller + Programmierung B PP I PB I I PP

Monolithische Integration mit Elektronik BI B BB B B B PB

Multifunktionale Systeme B IB P P B BI

Packaging BB B BB P BI B

SMD, PCB-Technologien B B B BB I BBP

Strukturintegration P PP B B B BB B IB PB B

Ultraschallschweißen BB B B I BBB B

Dienstag, 11. März 2008 SEITE 12 VON 20

I : Erfolgreiche industrielle UmsetzungP : Funktionsmuster und/oder industrielle Prototypen liegen vorB : Basiswissen - insbesondere in der Lehre
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Hauptkategorie: 6. Anwendungen (Systeme und Komponenten)

AktorenSubkategorie

Displays incl. Organische Displays B B BB BB B BB B

Elektromechanische Testverfahren BB P BB P B

Greifer IP B B BB I IB B B

Motoren I B B P BIB P BB B

Pumpen- und Spiegelantriebe B B B P BB B PB P

Relays B B P BB B BB B

Schalter B B P BB B BB B B

Ventilantriebe B B B B BB I PI P

MikrofluidikSubkategorie

Chromatografie B B B BBP B

DNA/RNA Array - Bio Chips P BBI B BB I BBI B

Elektrodenarray Chips B BB I BPP B

Elektroosmotische Systeme B BB B BBP B

Filter BP B PB B BPB B

Ink jet P BI B B IB B BBI B

Kapillarelektrophorese B BB I BBP B

Laser induzierte Fluoreszenz (LIF) BB B BB B BPB B

Liquid Handling I B BB P PPP B

Massenfluß Regler P B B BB P BBI B

Medikamentendosierung P B B BB B BBI P
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Hauptkategorie: 6. Anwendungen (Systeme und Komponenten)
Mischer P BB BB I PBB B

Molecular Assay Chip (Protein), Blutdiagnostik P BP BB P BBI B

Partikel und Zell Seperatoren, Cell Assay Chip P BI BB I BPP B

Pumpen P BB P PBP P

Reaktoren (Brenstoffzelle, Mikroreaktor) BP BB I PB B

Tissue Engineering P B B I BB

Ventile B BB I BBI P

Wärmetauscher und Kühler BB BB I PBP B

MikromedizinSubkategorie

Auge B B B I BIB B I

Biokompatibilität B I

Endoskopie und minimal invasive Therapie IP BB BB B B BP BB I I

Herz BB B B BBB B

Kieferorthopädie BP B B B

Labware BP BB B BBI P

Microtools (Bohrer für Tränenkanal,...) I B I BB

minimal invasive Sensorik BB B PB B BB BI

Neuro B BB P B B BPB B

Prothesen B B I BB

Stents BB B B I BI
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Hauptkategorie: 6. Anwendungen (Systeme und Komponenten)

MikrooptikSubkategorie

Diffraktive Mikrooptiken BB P BI PB I BB I

Electrowetting B BB B BB

Komponenten für Koomunikation und Bearbeitung B I P B B B

Metamaterialien B B I BB

phot. Kristalle B BP B I BB P

Plasmonen basierte Systeme BI B I BB P

Refraktive Mikrooptiken incl. Adaptive BP P IB PB P BB B

Spiegel und Spiegelarrays incl. Adaptive BP PP B I BB P BB B

Verfahren und Komponenten der opt. Messtechnik B B B BB B I IB BB

Wellenleiter und photonische Systemkomponenten B P B PB I BB PB B

SensorenSubkategorie

µTAS P BP BB I BPI B

Auswerteelektronik für Sensoren P I

Bildsensoren/optische Sensoren B P B B BB BB B BB BB B I

Biosensoren BI B B BB I BP BB B

chemische Sensoren BI B BB I BB

Drehmoment B BP B B B B BB

Druck B BB B I BB I BBP B

Durchfluß I B BI B B BB I BBI B

Feuchte P B BI I BB B BB PI B
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Hauptkategorie: 6. Anwendungen (Systeme und Komponenten)
Gassensoren, Gasarrays (Elektrische Nase) BI P BB I BB B PB B

Inertial Sensoren B B B I BB P BBI B

Kraft B BI B I BB B BBB P

Magnetsensoren B BP P I BB B

Medizinische Sensoren B B BB B BB I BP BI B

Mikrowellensensoren B B B B BB IB B

Optische-,Strahlen-, Farbsensoren B B P PB B I BB BI

physiolog. Sensoren und Zellparameter BI B B BB

Polymer-Sensoren und -Funktionsschichten BI B B B BB BB B

Sensornetzwerke (Smart Sand) B B IB B B BP B

Temperatur B B BP P BB P BB I IB

Weg und Position B B BB IB BBB I BBP B

Winkelsensoren (Neigung, Drehwinkel) B B BP IP BB P BBI

TransducersSubkategorie

Autarke Systeme BB PB B B PI B

Biofuell-Cells P

Energy Harvester BB B PB B B II B

integrierte Hochvolt Treiber B I

RFID/Smart Label B B BB B B PI B B
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Hauptkategorie: 8. Branchen

Automotive und Transport IB II B B PB BB P B B PI I

Biotechnologie P BP BPB I B PB B

Consumer Produkte (Spiele, Textilien ...) B BB B BB B B BB I

Elektronik, Information und Kommunikation B BB PB B B IB

Energie / Chemie BB BB I B IB

Haushalt (Domestic Products) BB P BB B B PB

Industrielle Automatisierung, Steuerungstechnik B I IB IIB I I B PI I

Kunststoffverarbeiter PP BB BB BBB I BI

Luft- und Raumfahrt BP B P B I PB P

Maschinen und Anlagenbau IP IB B PPB I II B

Medzintechnische Geräte und Komponenten B IP BB B BB I I BI P

Mess/Prüftechnik und Analytik P P PP PPB I B PB

Metallverarbeiter IP I IB B B

Pharmazeutische Diagnose P BP B B I BB

Pharmazeutische Therapie P BB B B BB

Sicherheits-Systeme (Safety and Security) B B B I B I BB I

Umwelttechnologien P BB B B I B BB

Wissenschaft und Akademie I II PI I PP BP I P I PP P
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